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二、说明、目录、图表目录

       金属封装是采用金属作为壳体或底座，芯片直接或通过基板安装在外壳或底座上，引线穿

过金属壳体或底座大多采用玻璃&mdash;金属封接技术的一种电子封装形式。它广泛用于混合

电路的封装，主要是军用和定制的专用气密封装，在许多领域，尤其是在军事及航空航天领

域得到了广泛的应用。金属封装形式多样、加工灵活，可以和某些部件（如混合集成的A／D

或D／A转换器）融合为一体，适合于低I／O数的单芯片和多芯片的用途，也适合于射频、微

波、光电、声表面波和大功率器件，可以满足小批量、高可靠性的要求。此外，为解决封装

的散热问题，各类封装也大多使用金属作为热沉和散热片。本文主要介绍在金属封装中使用

和正在开发的金属材料，这些材料不仅包括金属封装的壳体或底座、引线使用的金属材料，

也包括可用于各种封装的基板、热沉和散热片的金属材料。  

      经过近几年的发展，我国集成电路封装测试设备生产企业实力得到增强，销售规模不断扩

大，产品种类全面发展，新型封装测试设备开发取得了丰硕成果，自主创新产品在生产线上

应用，市场需求量大、技术水平较高的设备也开始小批量生产，销售快速增长。目前，国内

中、低端封装测试设备制造已达到国外同类产品技术水平，许多企业的产品已形成系列，并

取得了许多关键技术专利，国产设备销量不断增大，满足封装测试企业的需求，降低了企业

的投资成本，而且服务便利。但在高端设备领域，整体水平相对较弱，市场占有率更小，不

利于技术推广和新技术开发。

      在全球经济不景气的持续影响下，中国除了移动智能设备增长较为迅速之外，其他产品市

场销售多数为稳中有降。在国内外多种因素的制约下，2012年中国集成电路市场销售额

在2011年的基础上增幅趋缓，市场规模达到8558.6亿元，增速放缓至6.1%，但市场增速仍大幅

高于全球市场。尽管和国外先进水平仍有巨大差距，但我国的集成电路产业有其不可比拟的

优势，一是我国的人力资源优势成本，如我国通信设备类企业的人均薪酬仅为欧美企业的三

分之一，而且中国的高校还在大量输出这方面的专业人才。对于芯片封装环节，随着芯片复

杂度的提高、封装原材料尤其是金丝价格的上扬以及封装方式由低阶向高阶的逐步过渡，芯

片封装的成本已经走高。目前金属封装由于价格较高，虽然其性能比较好，但仍只能被广泛

用于军事、航空等特殊领域，民用较少，大部分都被塑料封装取代，随着金属封装技术发展

，封装成本的进一步缩小，未来一定有更多的民用项目选择金属封装。

      智研数据研究中心发布的《2016-2022年中国封装用金属管壳行业分析及投资可行性报告》

。内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、正

确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道

发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践



、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把

握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策

的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

      智研数据研究中心是国内权威的市场调查、行业分析专家，主要服务有市场调查报告，行

业分析报告，投资发展报告，市场研究报告,市场分析报告,行业研究报告,行业调查报告,投资

咨询报告,投资情报，免费报告,行业咨询,数据等，是中国知名的研究报告提供商。 
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